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【 請 求 項 ２ 】

【 請 求 項 ３ 】

【 請 求 項 ４ 】

液 晶 表 示 素 子 基 板 と テ ー プ キ ャ リ ア パ ッ ケ ー ジ 基 板 又 は フ レ キ シ ブ ル プ リ ン ト 回 路 基 板 と
を 接 続 す る 液 晶 表 示 装 置 の 製 造 方 法 で あ っ て 、
接 続 す る 液 晶 表 示 素 子 基 板 の 電 極 に の み 導 電 性 微 粒 子 を 配 置 し 、 絶 縁 性 樹 脂 を 用 い て な る
樹 脂 バ イ ン ダ ー を 介 し て 、 液 晶 表 示 素 子 基 板 の 電 極 と テ ー プ キ ャ リ ア パ ッ ケ ー ジ 基 板 又 は
フ レ キ シ ブ ル プ リ ン ト 回 路 基 板 の 電 極 と を 電 気 的 に 接 続 す る こ と を 特 徴 と す る 液 晶 表 示 装
置 の 製 造 方 法 。

導 電 性 微 粒 子 は イ ン ク ジ ェ ッ ト 方 式 に よ り 配 置 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 記 載 の 液 晶
表 示 装 置 の 製 造 方 法 。

液 晶 表 示 素 子 基 板 の 電 極 に 、 絶 縁 性 樹 脂 を 用 い て な る 樹 脂 バ イ ン ダ ー を 塗 布 し た 後 、 導 電
性 微 粒 子 を 配 置 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 記 載 の 液 晶 表 示 装 置 の 製 造 方 法 。

液 晶 表 示 素 子 基 板 と テ ー プ キ ャ リ ア パ ッ ケ ー ジ 基 板 又 は フ レ キ シ ブ ル プ リ ン ト 回 路 基 板 と
が 接 続 さ れ て な る 液 晶 表 示 装 置 で あ っ て 、
接 続 さ れ る 液 晶 表 示 素 子 基 板 の 電 極 に の み 導 電 性 微 粒 子 が 配 置 さ れ 、 液 晶 表 示 素 子 基 板 の
電 極 と テ ー プ キ ャ リ ア パ ッ ケ ー ジ 基 板 又 は フ レ キ シ ブ ル プ リ ン ト 回 路 基 板 の 電 極 と が 電 気
的 に 接 続 さ れ て な る こ と を 特 徴 と す る 液 晶 表 示 装 置 。
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